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TO-252 塑封封装双向可控硅。 
Triac in a TO-252 Plastic Package. 
 

中电流可控硅，低通态压降，高可靠性和稳定性，热敏电阻特性低，无卤产品。 
Medium current triac, Low on state voltage drop,Hi
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参数 
Parameter 

符号 
Symbol 

数值 
Rating 

单位 
Unit 

Repetitive peak off-state/reverse 

voltages(Tj=25℃) 
VDRM/VRRM 800 V 

RMS on-state current(TC=110℃) IT(RMS) 8 A 

Non repetitive surge peak on-state 
current(full cycle, Tj=25°C) 

ITSM(t=20ms) 65 A 

I2t value for fusing(Tj=25℃) I2t(tp=10ms) 21 A2s 

Critical rate of rise of on-state current 

(IG =2IGT, f=120Hz Tj=150℃) 

dI/dt 
I-II-III 

80 
A/ȝs 

dI/dt 
IV 

40 

Peak gate current(tp =20ȝs Tj=150℃) IGM 2.0 A 

Average gate power dissipation(Tj=150℃) PG(AV) 0.5 W 

Operating junction temperature range Tj -40～125 ℃
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

BR：   为公司代码 

BT0808：     为型号代码 

E：         为 IGT 分档代码 

****：  为生产批号代码，随生产批号变化 

Note: 

� � � � P Q p � 0
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～180℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.    3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 

 

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 

温度：260±5℃  时间：10±1 sec.    Temp.:260±5℃  Time:10±1 sec 

 

包装规格  /  Packaging SPEC. 

卷盘包装  /  REEL 

Package Type 
封装形式 

Units 包装数量 Dimension  包装尺寸  (unit：mm3) 
Units/Reel 
只/卷盘 

Reels/Inner Box 
卷盘/盒 

Units/Inner Box 
只/盒 

Inner Boxes/Outer Box 
盒/箱 

Units/Outer Box 
只/箱 Reel Inner Box 盒 Outer Box 箱 

TO-252 2,500 2 5,000 6 30,000 13〞×16 360×360×50 380×335×366 

套管包装  /  TUBE 

Package Type 
封装形式 

Units 包装数量 Dimension  包装尺寸  (unit：mm3) 
Units/Tube 
只/套管 

Tubes/Inner Box 
套管/盒 

Units/Inner Box 
只/盒 

Inner Boxes/Outer Box 
盒/箱 

Units/Outer Box 
只/箱 Tube 套管 Inner Box 盒 Outer Box 箱 

TO-251/252 75 48 3,600 5 18,000 526×20.5×5.25 555×164×50 575×290×180 

 

使用说明  /  Notices 

 

245±5℃ 
5±0.5 sec 

60~90 sec 
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